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Titelbild

Als Hochleistungszentrum fiir elektronische Bauteile und
einer der weltweiten Marktfiihrer im Bereich Test, Bau-
teilprogrammierung, Langzeitkonservierung und Analytik
elektronischer Komponenten steht die HTV-Firmengruppe
seit fast 30 Jahren fiir umfassende technologische Kom-
petenz und jahrzehntelanges Know-how.

Weitere kreative Dienstleistungen sind u.a. das HTV-
Life®-Priifzeichen gegen geplante Obsoleszenz sowie
das HTV-Zentrum fiir kreative Ideenverwirklichung.

Weitere Informationen: www.HTV-GmbH.de
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